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Aktuelles

EAS auf der »embedded world« in 

Nürnberg

Die »embedded world Exhibition & Con-

ference« vom 1. bis 3. März 2011 ist die 

größte Fachmesse für die Embedded-Com-

munity. Der Institutsteil EAS ist auf dem 

Stand des Fraunhofer IIS mit den Themen 

»Drahtlose Sensornetzwerke/Condition 

Monitoring« in Halle 12, Stand 12-110 

dabei. 

Internationale Modelica-Konferenz in Dresden 

Vom 20. bis zum 22. März 2011 wird die  

8. Internationale Modelica-Konferenz in 

Dresden stattfinden. Auf Einladung der 

Modelica Association und des Fraunho-

fer IIS, Institutsteil EAS werden sich hier 

rund 300 Fachleute aus aller Welt über 

die Modellierung physikalischer Syste-

me austauschen.

Viele Ent-

wicklungen in 

der Industrie 

wären ohne 

Computer-

modelle oder Simulationen undenkbar. Die 

ständig wachsende Komplexität der techni-

schen Systeme brachte allerdings Modellbil-

dungssprachen schnell an ihre Grenzen. 

1996 wurde deshalb die Idee für Modelica 

geboren, einer frei verfügbaren Sprache, 

mit der auch komplexe Systeme modelliert 

werden können. Eingesetzt wird sie zum 

Beispiel dort, wo verschiedene physika-

lische Komponenten – wie elektrische, 

hydraulische, mechanische oder thermische 

Bauteile – gemeinsam modelliert werden 

müssen. Zahlreiche Wissenschafts- und In-

dustriezweige, wie die Automobilindustrie, 

die Kraftwerks- oder die Robotertechnik, 

verwenden heute Modelica.

Die dreitägige Konferenz bringt diese Nutzer 

mit Modelica-Sprachdesignern, Bibliotheks-

entwicklern und Tool-Anbietern zusammen. 

Sie bietet Anwendern die Möglichkeit, sich 

über aktuelle Modelica-Entwicklungen zu 

informieren und mit Menschen in Kontakt 

zu kommen, die an ähnlichen Aufgaben 

arbeiten. 

Das Konferenzprogramm widmet sich The-

men, wie Anwendungen in einzelnen Fach-

bereichen, numerischen und symbolischen 

Methoden, kostenlosen und kommerziellen 

Modelica-Bibliotheken oder neuen Funktio-

nalitäten in zukünftigen Versionen. Darüber 

hinaus werden Tutorials angeboten, Treffen 

von Anwendergruppen organisiert sowie 

Produkte und Services rund um Modelica 

vorgestellt. Die besten zwei kostenfreien 

Modelica-Bibliotheken erhalten zudem den 

Modelica Award.

www.eas.iis.fraunhofer.de/modelica

Ansprechpartner: Dr. Christoph Clauß

christoph.clauss@eas.iis.fraunhofer.de

Wir wünschen unseren Partnern alles Gute 

für das neue Jahr und ein friedvolles, ruhi-

ges und erholsames Weihnachtsfest.



Das Mooresche Gesetz, nach dem sich die 

Zahl der Transistoren auf einer Siliziumflä-

che alle 18 Monate verdoppelt, wird in den 

nächsten Jahren seine Gültigkeit verlieren. 

Deshalb wird neben »more Moore«  auch 

über »more than Moore« nachgedacht. 

Damit ist vor allem die innovative Nutzung 

vorhandener Halbleitertechnologien ge-

meint. Ein wichtiger Ansatz ist dabei die 

dreidimensionale  Integration von Elektro-

nik-Chips. Sie bietet Möglichkeiten,

durch die Integration mehrerer Chips • 

in einem Gehäuse, Geräte mit beson-

ders kleinem Formfaktor zu bauen,

durch die Verkürzung der Leitungslän-• 

gen zwischen einzelnen Komponenten 

(z. B. CPU und Speicher) erhebliche 

Performancegewinne bei gleichzeitiger 

Energieeinsparung zu erreichen 

 und

speziell bei großen Schaltungen Kosten • 

durch eine verbesserte Fertigungsaus-

beute zu sparen.

In den letzten Jahren wurden Technologien 

entwickelt, um Chips in Stapeln elektrisch 

und mechanisch zu verbinden. 

3D-integriertes Reifendruck-Monitoring System 

mit Funk-Datenübertragung (Quelle: Infineon)

Um aber die Vorteile der 3D-Integration in 

vollem Umfang nutzen zu können, müs-

sen die Chips der einzelnen Lagen für die 

Funktion in einem Stapel optimiert sein. Die 

derzeit am Markt verfügbaren Entwurfs-

werkzeuge bieten in dieser Hinsicht keine 

ausreichende Unterstützung an. 

Der Institutsteil EAS hat daher einen 

Schwerpunkt seiner Arbeit auf den Entwurf 

beziehungsweise die Entwurfsunterstüt-

zung von 3D-integrierten Schaltungen 

gelegt. In den Projekten E-BRAINS, V3DIM 

und NEEDS werden einerseits physikalische 

Fragestellungen, wie Wärmema-

nagement und mechanische Sta-

bilität, untersucht. Andererseits 

werden neue Entwurfsverfahren 

definiert, um die Möglichkeiten 

der 3D-Integrationstechnologie 

optimal zu nutzen. Mit diesen 

Verfahren kann man in der enor-

men Anzahl von möglichen Realisierungen 

für ein 3D-integriertes System die jeweils 

günstigste Lösung finden. Als erste Ergeb-

nisse dieser Arbeit liegen elektrische und 

thermische Modelle von typischen 3D-Ver-

bindungsstrukturen vor. Außerdem konnte 

der Institutsteil EAS erstmals ein Werkzeug 

bereitstellen, mit dem eine gegebene Schal-

tung automatisch und kostenoptimal parti-

tioniert und in die einzelnen Ebenen eines 

3D-Systems verteilt werden kann.

Entwurf für System-in-Package und 3D-Integration
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Design und Verifikation durch TLM und Dritt-Simulatoren

Transaction-Level Modeling (TLM) ist eine 

SystemC-unterstützte, vielversprechende 

Modellierungstechnik für komplexe digitale 

Architekturen. Sie reduziert den Modellie-

rungsaufwand erheblich und beschleunigt 

daher die Simulationsgeschwindigkeit 

in eine neue Dimension. In den letzten 

Projekten wurde dabei ein Geschwindig-

keitsfaktor von bis zu 100 000 gegenüber 

dem RTL-Modell erreicht. Dies ist insbeson-

dere während der Design-Exploration von 

wesentlichem Vorteil. Der typischerweise 

erreichbare Geschwindigkeitsfaktor für Sys-

teme mittlerer Komplexität liegt dabei noch 

zwischen 10 und 10 000.

Im Fraunhofer IIS, Institutsteil EAS haben 

wir daher Methoden und Bibliotheken ent-

wickelt, welche eine automatisierte Verifika-

tion ermöglichen. Für die Verifikation wird 

das TLM-Modell als goldene Referenz und 

als Stimuli-Generator verwendet. Das TLM-

Referenz-Modell wird dabei mit dem RTL-

Modell verbunden, ohne jedoch das TLM-

Modell dafür speziell anpassen zu müssen. 

Die verwendete RTL-Sprache kann dabei 

beliebig gewählt werden (z. B. SystemC, 

SystemC AMS, VHDL, Verilog) ebenso wie 

das RTL-Modell in seinem nativen Simulator 

(z. B. NcSim oder ModelSim) simuliert wer-

den kann. Das TLM-Referenz-Modell kann 

dabei in zwei verschiedenen Verifikations-

modi benutzt werden:

a) Das TLM-Modell vergleicht die Ausgänge 

des RTL-Modells mit denen des äquivalen-

ten Blocks im TLM-Modell. Der Vergleich 

kann dabei das TLM-Modell mit dem RTL-

Modell synchronisieren oder asynchron 

stattfinden.

b) Das RTL-Modell ersetzt den äquivalenten 

Block im TLM-Modell. Diese Methode er-

möglicht dem Benutzer zu verifizieren, ob 

ein RTL-Modell wie erwartet funktioniert. 

Zusätzlich kann der Benutzer selektiv RTL-

Modelle verifizieren, ohne zusätzliche Test-

benches für jeden Block zu schreiben.

Ansprechpartner: Karsten Einwich

karsten.einwich@eas.iis.fraunhofer.de

Ansprechpartner: Dr. Andreas Wilde

andreas.wilde@eas.iis.fraunhofer.de

Der zweite Modus ist außerdem anwend-

bar, falls existierende RTL-IP-Bestände wie-

derverwendet werden müssen, für die noch 

keine TLM-Modelle existieren. Dadurch 

kann der Benutzer noch während der De-

sign-Exploration-Phase neue TLM-Modelle 

entwerfen und trotzdem Standard-Modelle 

aus in-house-Bibliotheken oder von Dritt- 

anbietern verwenden. Zusätzlich ist es da-

durch auch möglich, Hardware-in-the-loop-

Plattformen, wie z.B. Cadence Palladium, 

einzubinden.

Setup zur Verfikation oder Wiederverwendung 

eines RTL-Blocks in einem TLM-Model


